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次世代のための ASPIRE年次報告書（公開版） 

1. 研究進捗状況と成果 

日米国際連携を通じ、低コスト・短 TATな ASIC設計製造を可能にする「EDA・アーキテクチャ・回路

設計製造まで一気通貫した、粗粒度ロジックアレー（Coarse Grained Logic Array、CGLA）プラットフォ

ーム」を構築し、参入障壁を下げ多種多様な人材が LSIを設計開発することで、我が国の半導体産業強化

に貢献する。本研究では、短 TAT かつ低コスト回路設計製造に強みを持つ日本チームと、粗粒度アーキ

テクチャと Open EDAツールに強みを持つ米国チームとが相互連携することで、EDAから回路製造まで

LSI設計製造にかかる全レイヤを網羅した“LSI民主化”プラットフォームを構築することを目指してい

る。また、本プラットフォームを国際連携で維持発展を行うとともに、LSI設計教育に関する国際ワーク

ショップを日米で共催し、人材および技術交流を通じた“LSI民主化”国際頭脳循環網を形成する。本プ

ラットフォームを活用することで半導体回路設計力の底上げを狙うとともに、半導体システム応用分野

でのトップ研究者輩出を狙う。 

2024 年から 2025 年にかけて研究者延べ 3 人が 1 年単位でスタンフォード大学に滞在し、粗粒度ロジ

ックアレーに関する基本的な回路アーキテクチャの探索と設計ツールの開発を行なった。2026年には東

京大学にて CGLA回路を搭載した集積回路ウエハを設計製造予定であり、2027年に低コスト・短 TATな

ASIC 設計製造手法の確立を実証し展開する。同時に、2025 年に IBM ワトソン研究所に年単位で研究者

を派遣し、Open EDA ツールによる低コスト設計技術を開発中である。ウエハテープアウト、ウエハ評

価、Open EDA ツールを軸として設計開発に関わる研究者を中心に日米の国際頭脳循環の促進を実施し

た。 

 

2. 代表的な成果事例 

上述のように現在テストチップを設計試作中であり、今後共著論文を投稿予定。 

 


